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  近日，一款用于计算机多CPU高速互连的高性能专用交换芯片在中国科学院微电子研究

所系统封装技术研究室封装成功。实现此类高端芯片完全国产化的高密度封装，这在国内还

是首次。这标志着我国不但可独立自主完成高频、高密度芯片的封装设计，而且还标志了可

以依靠国内技术进行高密度低成本的封装制造。  

  该款芯片封装为FCBGA形式，I/O数超过1000 pin，采用6层高密度普通材料基板，封装面

积为42x42平方毫米。该封装最大特点是完全国产化和低成本，采用普通材料，通过精确的设

计和仿真，实现了高速信号传输。目前该产品已经通过了用户单位的DFT以及功能测试，达

到设计指标，且得到了很高的评价，被认为仅用了国外封装厂一半的时间，产品整体性能全

面超过国外封装厂封装的同一产品。  

  高密度封装在我国微电子行业里一直是技术瓶颈，目前高端芯片封装大都是在国外或境

外进行的，封装成本高，周期长，加上在国外、境外进行封装会面临许多技术安全方面的问

题，所以高端芯片封装国产化是市场和国家安全迫切需要的技术。另外，随着我国的微电子

技术的发展，电子产品的微型化、集成化的需求使高端封装技术有着广阔的应用前景。面对

国内市场需求与国外技术壁垒，中科院微电子所系统封装技术研究室大胆创新，攻克多项关

键技术难关，获得重大突破，建立和完善了完整的设计、仿真、工艺流程，整合了国内封装

产业资源，推动了国内高端芯片封装的发展。  
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附件下载：

相关新闻：

龙芯CPU第一款国产化产品在微电子所取得封装成功

02专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”项目启动

微电子所“新型微电子器件及其集成封装的前瞻性研究”创新团队合作计划获得论证通过
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